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1. はじめに 

 レーザー加工の加工スループットは，製造コストと直

接的に関係する．その向上は，重要な課題であり，レー

ザーの高繰り返し化や，ビームスキャナと自動ステージ

の高速化により産業の要請に応えてきた．我々 は，計算

機ホログラム(CGH: computer-generated hologram)を用いた

ビーム成形技術に基づくホログラフィックレーザー加工

[1]より加工スループットの向上を目指す．本研究では，

CGHを用いて，ゼルニケ係数をもとにした波面補償を実

施することによる高精度化と，長軸ビームであるベッセ

ルビームを生成し，ポリイミドフィルムへのレーザー穿

孔加工を実施することによる高スループット化を実現し

た． 

 

2. 実験方法 

 本実験では，照射エネルギーとショット数を変化させ

たときの加工特性を調べた．また，ビーム形状と加工ス

ループットの関係性を調べるため，集光ガウシアンビー

ムによる加工と CGH により生成したベッセルビームに

よる加工の2通りを行った．図1は実験光学系を示す．

光源は，Nd:YAGレーザー(AVIA-355, COHERENT)の第3

高調波(λ=355nm)，サンプルは厚さ12.5µmのポリイミド

フィルムであった． 

 

 

図 1実験光学系． 

3. 実験結果 

 照射エネルギーが等しいとき，ベッセルビームによる

加工径がガウシアンビームと比較して40～50％縮小した．

図2は，照射エネルギーを1587µJに設定し，ショット数

を変化させたときの表面と裏面の加工径の変化を示す．

結果より，ガウシアンビームの加工では，裏面の加工径

の大きさが表面の加工径の 50%以下であったのに対し，

ベッセルビームの加工では，85%程度まで拡大された．以

上より，ベッセルビームは，効率的な穿孔加工に寄与し

た． 

 

図 2 マルチショット時の加工径． 

 

4. まとめ 

 ガウシアンビームを用いた加工との比較によりベッセ

ルビームを用いた加工において，裏面での加工径の拡大

が確認された．この結果から，ベッセルビームの加工は

ビーム伝搬方向に加工領域が拡大されており，穿孔加工

の効率化に寄与した． 
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